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(54) Verwendung von im wesentlichen sauerstofffreiem, dendritischem und unbeschichtetem
Kupfer zur galvanischen Beschichtung von Druckzylindern

(57)  Zur galvanischen Beschichtung von Druckzy- ches eine Kathode (4) und eine Anode (3) eingetaucht
lindern (1), insbesondere von Tiefdruckzylindern, wird sind, wobei der zu beschichtende Druckzylinder (1) die
zumindest im wesentlichen sauerstofffreies, dendriti- Kathode (4) bildet und das sauerstofffreie bzw. sauer-
sches und unbeschichtetes Kupfer verwendet. Die gal- stoffarme, dendritische und unbeschichtete Kupfer tiber
vanische Beschichtung erfolgt in einem Bad (2), in wel- die Anode (3) dem Bad (2) zugefiihrt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung von zu-
mindest im wesentlichen sauerstofffreiem, dendriti-
schem und unbeschichtetem Kupfer zur galvanischen
Beschichtung von Druckzylindern.

[0002] Beim Tiefdruck kommen Druckzylinder zum
Einsatz, die so aufgebaut sein kénnen, dass der Kern
des Druckzylinders aus Stahl besteht, auf welchem eine
Grundkupferschicht von 1 mm Dicke aufgebracht ist.
Auf diese Grundkupferschicht wird eine Nutzkupfer-
schicht von mindestens 0.08 mm galvanisch aufge-
bracht. In diese Nutzkupferschicht hinein wird mit Hilfe
von Diamantsticheln die Bild- und Textinformation ein-
graviert. Die so erzeugte Druckform liefert in der Druck-
maschine des Tiefdrucks das gewiinschte Druckergeb-
nis. Die elektromechanische Gravur erfolgt maschinell.
Nach dem Gravieren wird die Kupferoberflache mit
Chrom Uberzogen, um die mechanische Besténdigkeit
des Druckzylinders zu erhéhen. Es wird grundsatzlich
mit vier Druckzylindern gedruckt, einer fir den Gelb-An-
teil (Yellow), einer fir den BlauAnteil (Cyan), einer flr
den Magenta-Anteil und einer fiir den Schwarz-Anteil
(Black).

[0003] Nach dem Druck werden die Chromschicht
und die Kupferschicht vom Druckzylinder abgetragen,
was beispielsweise durch Drehen erfolgen kann. Fur
den nachsten Druckvorgang muss dann ein "Aufkup-
fern" des Druckzylinders erfolgen, um die Nutzkupfer-
schicht zu erneuern, in die hinein die nachste Bild- und
Textinformation graviert wird. Danach erfolgt dann die
Verchromung und ein erneuter Druck.

[0004] Das Aufkupfern erfolgt typischerweise durch
galvanische Beschichtung des Druckzylinders in einem
Bad. Diese Art der Beschichtung ist grundsatzlich be-
kannt. Der mit dem Kupfer zu beschichtende Druckzy-
linder bildet dabei die Kathode, wahrend das Kupfer
dem Bad uber die Anode zugefiihrt wird. Das Bad kann
beispielsweise eine Kupfersulfatidsung enthalten, wo-
bei zur Verbesserung der Leitfahigkeit des Bades
Schwefelsdure zugegeben werden kann.

[0005] Das Kupfersulfat dissoziiert im Wasser, die
Molekile werden in lonen gespalten, es liegen dann
nach der Dissoziation positiv geladene Kupferionen
(Kationen) und negativ geladene Sulfationen (Anionen)
vor. Was die Schwefelsaure betrifft, so dissoziiert diese
in Wasserstoffionen (Kationen) und Sulfationen (Anio-
nen).

[0006] Die Wasserstoffionen wandern bei der Elektro-
lyse zur Kathode, geben dort ihre Ladung ab und ent-
weichen als molekularer Wasserstoff (bei richtig einge-
stellter Spannung nur in geringem Masse). An der An-
ode l6sen sich Kupferionen ab und gehen in Ldsung.
Diese Kupferionen wandern zur Kathode, scheiden sich
dort als Kupfer ab und werden entladen.

[0007] Wird nun als Kathode der zu beschichtende
Druckzylinder verwendet und das Kupfer ber die An-
ode zugefihrt, so ist es unmittelbar einsichtig, dass auf
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diese Weise das Aufkupfern eines Druckzylinders erfol-
gen kann. Diese Art der galvanischen Beschichtung von
Druckzylindern mit Kupfer hat sich insbesondere im
Tiefdruck etabliert.

[0008] Das hierzu regelmassig verwendete Kupfer
hat einen Sauerstoffgehalt von typischerweise etwa
180-300 ppm, die Struktur dieses Kupfers weist eine
zwiebelschalenférmig kristalline Orientierung auf, und
das Kupfer ist - herstellungstechnisch bedingt - mit einer
Wachsschicht Giberzogen.

[0009] Bei der Verwendung von derartigem Kupfer
tritt in dem galvanischen Bad eine Schlammbildung auf,
die insofern nachteilig ist, als dieser Schlamm im nach-
folgenden Prozess sehr stérend sein kann. Darum muss
er taglich aufwendig aus der Anode heraus gespuilt und
aus dem Elektrolyten herausgefiltert werden, damit
moglichst wenig davon wahrend des Abscheidungspro-
zesses in die Kupferschicht (Nutzkupferschicht) einge-
schlossen werden kann.

[0010] Derartige Einschlisse

- verldngern den nachfolgenden Schleifprozess, weil
Einschllsse plan geschliffen werden missen,

- erhéhen die Gefahr von Fehlstellen in der Druck-
form und

- minimieren die Standzeit der bei der Gravur einge-
setzten Diamantstichel, die sich durch solche Ein-
schliisse schneller abnutzen und friher ausge-
wechselt werden missen. Diese Dinge fiihren zu
einem erhohten Zeit- und Kostenaufwand.

[0011] Ausserdem oxidiert eine Zylinderoberflache,
die mit herkdmmlichem Kupfer galvanisiert worden ist,
nach kurzer Zeit. Aus diesem Grund mussen Oxidflek-
ken bei zwischengelagerten Zylindern vor der Gravur
entfernt werden, weil dadurch

- Strukturen wahrend der Gravur hervorgerufen wer-
den kénnen, bzw.

- die Verchromung in entsprechenden Bereichen ver-
hindert werden kann. Auch diese Dinge fiihren zu
einem erhdhten Kostenaufwand.

[0012] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Es ist
daher eine Aufgabe der Erfindung, Massnahmen vorzu-
schlagen, welche die oben genannten Probleme erheb-
lich verringern.

[0013] Erfindungsgemass wird daher vorgeschlagen,
zumindest im wesentlichen sauerstofffreies, dendriti-
sches und unbeschichtetes Kupfer zur galvanischen
Beschichtung von solchen Druckzylindern, insbesonde-
re Tiefdruckzylindern, in einem solchen Bad zu verwen-
den, in welches eine Kathode und eine Anode einge-
taucht sind, wobei der zu beschichtende Druckzylinder
die Kathode bildet und das sauerstofffreie bzw. sauer-
stoffarme, dendritische und unbeschichtete Kupfer Giber
die Anode dem Bad zugefiihrt wird. Uberraschender-
weise fuhrt die Verwendung dieses Kupfers dazu, dass
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die Schlammbildung sehr stark reduziert wird bzw. so-
gar vollig unterbleibt, wodurch die nachfolgende Schleif-
zeit verkurzt wird und die Stichel, mit denen die Nutz-
kupferschicht bearbeitet wird, wesentlich langere
Standzeiten aufweisen, also weniger haufig ausge-
tauscht werden mussen und trotzdem das Druckergeb-
nis einwandfrei bleibt. Dies hat einerseits erhebliche Ko-
steneinsparungen zur Folge, da der Schleifsteinver-
brauch sinkt und die Stichel weniger haufig ausge-
tauscht werden mussen. Zum anderen bedeutet das
aber auch eine Verringerung des Ristaufwands an der
Gravier- und Schleifmaschine und damit eine Kapazi-
tatsernéhung dieser Anlagen.

[0014] Vorteilhaftist es, wenn das Kupfer nach einem
Giessdraht-Herstellungsverfahren hergestellt wird, bei
dem der Giessdraht aufwarts gegossen wird, und wenn
es in Giessdrahtabschnitte zerkleinert dem Bad zuge-
fuhrt wird. Derartiges zumindest im wesentlichen sau-
erstofffreies, dendritisches und unbeschichtetes Kupfer
Iasst sich ndmlich in besonders zuverlassiger Art und
Weise nach einem Aufwarts-Giessverfahren herstellen.
Solches Kupfer wird beispielsweise unter dem Handels-
namen TOP ROD von der Norddeutschen Affinerie AG,
Hamburg, Bundesrepublik Deutschland, in Drahtform
hergestellt und vertrieben. Die Zufuhr des Kupfers in
das Bad in Giessdrahtabschnitten ist insofern gunstig,
weil auf diese Weise die Oberflache des Kupfers insge-
samt grosser ist als etwa bei einer einstiickigen Platte
oder einem langeren Stiick Draht, was zu einem sehr
gleichmassigen Aufbau der Nutzkupferschicht fihrt.
[0015] Besonders vorteilhaft wirkt sich die Massnah-
me aus, wenn Kupfer verwendet wird, bei dem der Sau-
erstoffgehalt des Kupfers kleiner als 5 ppm ist, insbe-
sondere kleiner oder gleich 3 ppm. Bei Kupfer mit einem
derartig geringen Sauerstoffgehalt (man kann hier prak-
tisch schon von sauerstofffreiem Kupfer sprechen) fin-
det eine entweder &usserst geringe bzw. gar keine
Schlammbildung mehr statt, was sich besonders vorteil-
haft auf die Abnutzung der Stichel auswirkt, wie oben
bereits beschrieben.

[0016] Im folgenden wird die Erfindung mit Hilfe der
Zeichnung naher erlautert. Es zeigen in schematischer
Darstellung:

Fig. 1 einen Ausschnitt aus einem L&ngsschnitt
durch einen Druckzylinder, wie er beispiels-
weise im Tiefdruck verwendet wird

und

Fig. 2 ein galvanisches Bad zum Aufbringen einer
Nutzkupferschicht auf einen Druckzylinder.

[0017] In Fig. 1 ist ein Ausschnitt aus einem Langs-
schnitt durch einen Druckzylinder 1 dargestellt, wie er
beispielsweise im Tiefdruck verwendet wird. Man er-
kennt den Aufbau des Druckzylinders 1 mit einem Kern
10, z.B. aus Stahl, auf welchem eine Grundkupfer-
schicht 11a und eine Nutzkupferschicht 11 aufgebracht
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ist. Die Nutzkupferschicht 11 besteht erfindungsgemass
aus einem zumindest im wesentlichen sauerstofffreien,
dendritischen und unbeschichteten Kupfer (d.h. es ist
keine herstellungsbedingte Wachsschicht oder ahnli-
ches aussen auf dem Kupfer vorhanden). In die Nutz-
kupferschicht 11 hinein werden maschinell mit Diamant-
sticheln die Bild- und Textdaten eingraviert, um zu dem
jeweils gewlinschten Druckergebnis zu kommen. Die
Nutzkupferschicht 11 ist durch einen Uberzug 12 z.B.
aus Chrom geschitzt, um die mechanische Bestandig-
keit zu erhéhen, der Abrieb beim Druckvorgang ist da-
durch fast auf null reduziert.

[0018] Nach erfolgtem Druck wird der Uberzug 12 und
die Nutzkupferschicht 11 entfernt, was z.B. auf mecha-
nische Art und Weise (z.B. durch Drehen) erfolgen
kann. Ist die alte Nutzkupferschicht 11 entfernt, wird ei-
ne neue Nutzkupferschicht 11 galvanisch in noch zu be-
schreibender Weise auf den Kern 10 aufgebracht, die
nachste Bild-Text-Vorlage eingraviert und mit einem
neuen Uberzug 12 aus Chrom versehen. Sodann kann
der Druckzylinder 1 wieder beim Druck zum Einsatz
kommen.

[0019] InFig. 2 ist schematisch ein galvanisches Bad
2 gezeigt, in welchem die Nutzkupferschicht 11 (Fig. 1)
galvanisch auf den Kern 10 (Fig. 1) des Druckzylinders
1 aufgebracht werden kann. Dazu miissen eine positive
Elektrode - eine Anode 3 - und eine negative Elektrode
- eine Kathode 4 vorhanden sein. Die Anode 3 und die
Kathode 4 werden von einer Quelle 5 auf dem jeweiligen
Potential gehalten und mit der dafiir erforderlichen La-
dung versorgt.

[0020] Die Kathode 4 wird dabei von dem zu be-
schichtenden Druckzylinder 1 bzw. von dessen Kern 10
mit der Grundkupferschicht 11a (Fig. 1) gebildet. Die
Flussigkeit F des Bades kann aus hochreinem Wasser
bestehen, in welchem Kupfersulfat geldst ist, bzw. zur
Verbesserung der Leitfahigkeit wird der Flissigkeit F
auch Schwefelsdure zugesetzt, wie einleitend bereits
beschrieben.

[0021] Die Anode 3 kann beispielsweise eine An-
odenschale 30 (z.B. aus Titan) umfassen, welche nach
oben hin offen ist und in welcher sich Giessdrahtab-
schnitte 32 (sogenannte "clippings") befinden, aus wel-
chen heraus beim Beschichten Kupferionen in die Fliis-
sigkeit F gelangen kénnen und sich dann an der Katho-
de 4 als Kupfer abscheiden kénnen. Dieser Vorgang
wird im folgenden noch erlautert. Oberhalb der Anoden-
schale 30 ist der zu beschichtende Druckzylinder 1 an-
geordnet, welcher - hier etwa bis zur Halfte in die Flis-
sigkeit F eingetaucht dargestellt - beim Beschichten ge-
dreht wird.

[0022] In der Flussigkeit F findet eine Dissoziation
statt. Das heisst, dass die Kupfersulfatmolekile 6
(CuSO,) in Kupfer-lonen 7 (Cu**) - Kationen - einerseits
und Sulfationen 8 (SO,™) andererseits - Anionen - dis-
soziieren. Liegen die entsprechenden Potentiale an der
Kathode 4 und der Anode 3 an, so wandern die Kupfer-
lonen 7 (Cu**) zur Kathode 4, welche durch den Druck-
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zylinder 1 gebildet wird, und lagern sich dort an und bil-
den die Nutzkupferschicht 11 (Fig. 1). Der "Nachschub"
an Kupferionen kommt von den Giessdrahtabschnitten
32. Aus diesen werden positiv geladene Kupferionen 7
(Cu**) herausgeldst, welche dann durch die Flussigkeit
F zur Kathode 4 gelangen und sich dort anlagern und
so weiter, wodurch sukzessive die Nutzkupferschicht 11
aufgebaut wird.

[0023] Die verwendeten Giessdrahtabschnitte 32
kénnen eine zylindrische oder auch andere geometri-
sche Gestalt (z.B. durch einen Umformprozess erzeug-
te kugelartige oder eiférmige Gestalt) aufweisen und
sind aus einem zumindest im wesentlichen sauerstoff-
freien Kupfer, welches in geringem Masse andere Ele-
mente enthalten kann, vorzugsweise durch Aufwarts-
giessen hergestellt. Dieses Kupfer ist von seinem Auf-
bau her dendritisch und ist unbeschichtet. Beispielswei-
se kann es ausser Kupfer noch enthalten: Bis zu 2 ppm
Blei, bis zu 1 ppm Wismut, bis zu 1 ppm Arsen, bis zu
2 ppm Antimon, bis zu 1 ppm Zinn, bis zu 3 ppm Zink,
bis zu 6 ppm Eisen, bis zu 5 ppm Nickel, bis zu 12 ppm
Silber, bis zu 1 ppm Selen, bis zu 1 ppm Tellur, bis zu 6
ppm Schwefel.

[0024] Der Sauerstoffgehalt ist insbesondere kleiner
als 5 ppm, ganz speziell sogar kleiner als 3 ppm. Dies
fuhrt dazu, dass es in dem galvanischen Bad zu keiner
Schlammbildung kommt und dadurch die Stichel beim
Gravieren der Bild-Text-Vorlage in die Nutzkupfer-
schicht wesentlich l&anger im Einsatz bleiben kénnen.
[0025] Derartiges zumindest im wesentlichen sauer-
stofffreies Kupfer ist beispielsweise unter der Bezeich-
nung "TOP-ROD" bei der Norddeutschen Affinerie AG,
Hamburg, Bundesrepublik Deutschland, erhaltlich. Es
wird auf eine spezielle Art und Weise hergestellt, indem
eine Kupferspitze, die aus einer oberhalb eines Kupfer-
bads angeordneten Kokille herausragt, in das Bad ein-
getaucht wird. An der Spitze lagert sich Kupfer aus dem
Kupferbad an und erstarrt. Die Kupferspitze wird mit ei-
ner im Vergleich zum sonstigen Drahtgiessen verhalt-
nismassig langsamen Vorschubgeschwindigkeit durch
einen sich nach oben durch die Kokille erstreckenden
Kanal gezogen, wobei die Abkihlung entlang des Ka-
nals nach einem vorgegebenen Temperaturschema er-
folgt.

[0026] Der so hergestellte Draht weist den gewiinsch-
ten dendritischen Aufbau auf, ist wie oben erlautert im
wesentlichen sauerstofffrei und ohne Beschichtung (z.
B. Wachs), wohingegen dies bei auf herkémmlichem
Wege hergestelltem Kupferdraht durch das Herstel-
lungsverfahren bedingt der Fall ist. Demgegentber
weist das auf . herkbmmliche Weise hergestellte Kupfer
typischerweise auch einen sehr erheblichen Sauerstoff-
gehalt auf, typischerweise im Bereich von etwa 180-300
ppm, dessen Struktur schneckenférmig kristallin ist. Bei
der Verwendung dieses herkdmmlichen Kupfers kommt
es aber es zu der eingangs erwdhnten Schlammbil-
dung, die durch die Verwendung des erfindungsgemas-
sen zumindestim wesentlichen sauerstofffreien, dendri-
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tischen und unbeschichteten Kupfers nicht kommt, wo-
durch die Diamantstichel zum Gravieren der Bild-Text-
Vorlage in die Nutzkupferschicht des Druckzylinders
deutlich Ianger im Einsatz bleiben kdnnen.

Patentanspriiche

1. Verwendung von zumindest im wesentlichen sau-
erstofffreiem, dendritischem und unbeschichtetem
Kupfer zur galvanischen Beschichtung von Druck-
zylindern (1), insbesondere Tiefdruckzylindern, in
einem Bad (2), in welches eine Kathode (4) und ei-
ne Anode (3) eingetaucht sind, wobei der zu be-
schichtende Druckzylinder (1) die Kathode (4) bil-
det und das sauerstofffreie bzw. sauerstoffarme,
dendritische und unbeschichtete Kupfer uber die
Anode (3) dem Bad (2) zugefiihrt wird.

2. Verwendung nach Anspruch 1, bei welcher das
Kupfer nach einem Giessdraht-Herstellungsverfah-
ren hergestellt wird, bei dem der Giessdraht auf-
warts gegossen wird, wobei der Giessdraht in
Giessdrahtabschnitte (32) zerkleinert dem Bad (2)
zugefihrt wird.

3. Verwendung nach einem der vorangehenden An-
spriiche, wobei der Sauerstoffgehalt des Kupfers
kleiner als 5 ppm ist, insbesondere kleiner oder
gleich 3 ppm.
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